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Beschreibung

LEITERPLATTE MIT LOCHSTRUKTUR

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leiterplatte (Platine, gedruckte Schaltung; englisch:
printed circuit board, PCB) und ein System mit einer Leiterplatte und einer Halteeinrichtung fir
ein auf der Leiterplatte zu montierendes elektrisches Bauelement.

[0002] Leiterplatten dienen der mechanischen Befestigung und elektrischen Verbindung von
elektronischen Bauelementen oder ggf. nur der Herstellung einer elektrischen Verbindung zwi-
schen elektrischen Anschliissen.

[0003] Ein GrofBteil der elektronischen Gerate, wie Betriebsgerate fir Leuchtmittel oder LED-Mo-
dule, weist eine Leiterplatte aus einseitig kaschiertem Material und mit bedrahteten Bauteilen
(Durchsteckmontage, kurz THT von engl. through hole technology) auf. Es kénnen aber auch
Bauelemente in der Leiterplatte (Platine) integriert sein, unbedrahtete Bauteile (SMDs) direkt auf
die Leiterbahnen gelbtet werden und die Leiterplatte flexibel und/oder mehrlagig ausgebildet sein.

[0004] Die DE 20 201 8101 423 U1 offenbart eine mit einem Ausschnitt versehene Leiterplatte,
in dem ein hochbauendes induktives Bauelement angeordnet ist, um die Leiterplatte méglichst
flach auszubilden.

[0005] Zusétzlich oder alternativ zu der Forderung einer geringen Bauhdhe, sollen Leiterplatten
oft leicht und das an ihrem Lebensende zu entsorgende bzw. zu recycelnde Material gering sein.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorrichtungen anzugeben, die die beschriebe-
nen Probleme verringern. Aufgabe ist es insbesondere, eine Leiterplatte und ein eine Leiterplatte
aufweisendes System bereitzustellen, mit denen Gewicht und Material verringert werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird gemafi den Merkmalen der unabhéngigen Anspriiche geldst. Die Er-
findung wird durch die Merkmale der abhangigen Anspriiche weitergebildet.

[0008] Gemaf der vorliegenden Erfindung weist die Leiterplatte zumindest teilweise eine dreidi-
mensionale Lochstruktur auf und wird aus mehreren lbereinanderliegenden Ebenen gebildet,
wobei zumindest einzelne Ubereinanderliegende Ebenen tber die Lochstruktur verbunden sind
und vorzugsweise zumindest ein Teil der elektrischen Leiterbahnen der Leiterplatte auf einer Au-
Benseite der Lochstruktur verlauft.

[0009] Die gesamte Leiterplatte kann eine dreidimensionale Lochstruktur aufweisen und die Ge-
samtheit der AuBenseiten der Lochstruktur kann die Oberflache einer AuBenseite der Leiterplatte
bilden.

[0010] Die Lochstruktur erlaubt eine hohe Material- und Gewichtseinsparung, wobei der die L6-
cher formende Teil der Leiterplatte die Leiterbahnen und ggf. Létpunkte oder Létaugen beinhaltet.

[0011] Die Oberflache der dreidimensionalen Lochstruktur weist regelméaBige runde und/oder
eckige Vertiefungen auf, die so nahe aneinander grenzen, dass nur diinne Scheidewande dazwi-
schen liegen.

[0012] Zumindest einige der Lécher der dreidimensionalen Lochstruktur kénnen durchgehende
Lécher und/oder die Leiterplatte ein in der Ebene ausgebreitetes Bauteil sein, wobei die
Lochachse senkrecht zu den beiden Haupterstreckungsrichtungen der Leiterplatte verlauft.

[0013] Der von der dreidimensionalen Lochstruktur auf einer Seite der Leiterplatte eingenom-
mene Flacheninhalt ist die Summe der durch die Ldcher in der Leiterplatte ausgesparten Ober-
flache und der gesamten Oberflache des die Locher formenden Teils (Stirnflachen der Lochstruk-
tur) der Leiterplatte, wobei die durch die Locher in der Leiterplatte ausgesparte Oberflache groBer
als die gesamte Oberflache des die Lécher formenden Teils sein kann.

[0014] Zusétzlich oder alternativ kann die gesamte Leiterplatte eine Lochstruktur aufweisen, wo-
bei die Gesamtheit der Stirnflachen der dreidimensionalen Lochstruktur die Oberflache einer
Seite der Leiterplatte bildet.
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[0015] Die Leiterplatte kann keine Bauelemente aufweisen. Alternativ, weist die Leiterplatte zu-
mindest ein elektrisches Bauelement, das mit zumindest einer der Leiterbahnen elektrisch ver-
bunden ist, auf.

[0016] Das zumindest eine elektrische Bauelement kann oberhalb eines Loches der dreidimen-
sionalen Lochstruktur angeordnet sein bzw. dem Loch gegeniiberliegen.

[0017] Zusétzlich oder alternativ kann zumindest ein Teil des zumindest einen elektrischen Bau-
elements innerhalb eines Loches der dreidimensionalen Lochstruktur angeordnet sein, d.h. in das
Loch hineinragen.

[0018] Die Locher der dreidimensionalen Lochstruktur kénnen kreisférmige oder ovale Bohrun-
gen sein. Alternativ oder zusatzlich weist zumindest ein Teil der Locher bzw. deren Offnung an
der Oberflache eine vieleckige Form, insbesondere eine sechseckige Form, auf.

[0019] Zumindest ein Teil der Lécher der dreidimensionalen Lochstruktur kann die gleiche GrdBe
und/oder die gleiche Form aufweisen. Zusatzlich kann der mittlere Durchmesser der Lécher gro-
Ber als der kiirzeste Abstand zwischen zwei benachbarten Ldchern sein.

[0020] Die Leiterplatte kann zumindest ein Létauge oder einen Létpunkt in einem Bereich, der
zwischen zumindest drei Lochern der dreidimensionalen Lochstruktur angeordnet ist, aufweisen.

[0021] Mittels dem Lotauge bzw. Létpunkt kann ein elekirisches Bauelement auf die Leiterplatte
geldtet sein oder werden. Zum Loéten wird ein Anschlussdraht eines Bauelements durch das
Lotauge gefiihrt, wodurch das Bauelement zumindest horizontal (senkrecht zur Lochachse des
Lotauges) fixiert wird. Bei SMD-Bauelementen erfolgt fir das Léten eine Fixierung/Positionierung
bezlglich der Létpunkte oft durch Verkleben des Bauelements auf die Leiterplatte. Auf Grund der
Lochstruktur kann die fiir das Kleben verfligbare Flache auf der Leiterplatte stark begrenzt sein.

[0022] Gemal3 der vorliegenden Erfindung weist ein System eine Leiterplatte in einer der be-
schriebenen Ausfiihrungen auf, sowie auch eine von der Leiterplatte |6sbare Halteeinrichtung fir
zumindest ein auf der Leiterplatte montierbares elektrisches Bauelement.

[0023] Die Halteeinrichtung kann dazu eingerichtet sein, zumindest ein elektrisches Bauelement
zum Einléten in die Leiterplatte zu positionieren, wenn die Halteeinrichtung mit der Leiterplatte
l6sbar verbunden ist.

[0024] Insbesondere kann die Halteeinrichtung dazu eingerichtet sein, das zumindest eine elekt-
rische Bauelement innerhalb und/oder oberhalb eines Loches der Lochstruktur zu positionieren.

[0025] Die Halteeinrichtung kann zumindest ein elastisches Verriegelungselement aufweisen,
mittels dem sich die Halteeinrichtung an der Leiterplatte in vertikaler Richtung (senkrecht zur
Oberflache der Leiterplatte) abstitzt, wenn die Halteeinrichtung mit der Leiterplatte l6sbar ver-
bunden ist.

[0026] Das elastische Verriegelungselement kann eine Rastnase sein, die zumindest in horizon-
taler Richtung (parallel zur Oberflache/Haupterstreckungsrichtung der Leiterplatte) elastisch ist
und die Ober- oder Unterseite der Leiterplatte hintergreift, wenn die Halteeinrichtung mit der Lei-
terplatte 16sbar verbunden ist.

[0027] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnungen naher erlautert. Es
zeigen:

[0028] FIG. 1 eine Leiterplatte nach einem ersten Ausfiihrungsbeispiel geman der vorliegenden
Erfindung in einer raumlichen Sicht von schrég oben,

[0029] FIG. 2 eine Leiterplatte nach einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel gemal der vorliegen-
den Erfindung in einer Sicht von oben

[0030] FIG. 3 einen Ausschnitt der Lochstruktur der Leiterplatte mit einer Halteeinrichtung fir
Bauelemente nach einem ersten Ausfiihrungsbeispiel geman der vorliegenden Er-
findung in einer Sicht von oben,

[0031] FIG. 4 die in FIG. 3 gezeigte Halteeinrichtung in einer Seitenansicht,
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[0032] FIG. 5 einen Ausschnitt der Lochstruktur der Leiterplatte mit einer Halteeinrichtung fir
Bauelemente nach einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel gemai der vorliegenden
Erfindung in einer Sicht von oben, und.

[0033] FIG. 6 die in FIG. 5 gezeigte Halteeinrichtung in einer Seitenansicht.

[0034] Komponenten mit gleichen Funktionen sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen
gekennzeichnet.

[0035] FIG. 1 zeigt in einer Sicht von oben eine Leiterplatte 1 mit einer dreidimensionalen Loch-
struktur gemaf der vorliegenden Erfindung. Die dreidimensionalen Lochstruktur erstreckt sich
Uber die gesamte Flache zwischen den geraden Seitenkanten den Leiterplatte 1 und wird durch
eine Vielzahl von sechseckigen Ausschnitten 2 und einer Vielzahl von trapezférmigen Ausschnit-
ten 3 in der Leiterplatte 1 gebildet. Die Ausschnitte 2, 3 sind durch die Leiterplatte 1 gehende
Lécher und kénnen vor oder nach dem Herstellen von Leiterbahnen erzeugt werden. Das ausge-
schnittene Tragermaterial (Substrat) reduziert das Gewicht der Leiterplatte 1.

[0036] Die Leiterplatte 1 weist elektrische Leiterbahnen 9..13 auf. Die Leiterplatte 1 weist zumin-
dest teilweise eine dreidimensionale Lochstruktur 2, 3, 15 auf und wird aus mehreren Ubereinan-
derliegenden Ebenen gebildet. Die Ubereinanderliegenden Ebenen sind lber die Lochstruktur
verbunden, und zumindest ein Teil der elektrischen Leiterbahnen 9..13 verlauft zwischen den
Ubereinanderliegenden Ebenen und vorzugsweise auf einer AuB3enseite 15 der Lochstruktur 2, 3,
15.

[0037] Die gesamte Leiterplatte 1 kann eine dreidimensionale Lochstruktur 2, 3, 15 aufweisen
und die Gesamtheit der AuBBenseiten der Lochstruktur 2, 3, 15 kann die Oberflache einer AuB3en-
seite der Leiterplatte 1 bilden.

[0038] Auf der Leiterplatte 1 sind ein Widerstand 4, zwei Spulen 5, 6 und zwei Kondensatoren 7,
8 zu einer Bandpass-Schaltung verldtet, wobei die Bauelemente 4..8 Uber in die Leiterplatte 1
geformte Leiterbahnen 9..13 miteinander elektrisch verbunden und die Anschlussdrahte der Bau-
elemente 4..8 in die Leiterbahnen 9..13 kontaktierende Létaugen 14 gelétet sind. Die Leiterbah-
nen 9..13 verlaufen zwischen den Ausschnitten 2, 3 auf den Stirnseiten bzw. Stegen 15 der Loch-
struktur und die Lotaugen 14 fir die Bauelemente 4..8 befinden sind vorzugsweise an den Kreu-
zungspunkten dreier Stege 15. Die Bauelemente 4..8 kénnen sowohl (iber den Ausschnitten 2, 3
der Lochstruktur aber auch auf den Stirnseiten bzw. Stegen 15 der Lochstruktur angeordnet sein.
Den Eingangsanschluss der Schaltung bilden zwei nicht verlétete Létaugen 16, 17, die jeweils
mit einer der Leiterbahnen 9 und 13 verbunden sind und den Ausgangsanschluss zwei nicht ver-
I6tete Létaugen 18, 19, die jeweils mit einer der Leiterbahnen 12 und 13 verbunden sind.

[0039] FIG. 2 zeigt in einer Sicht von oben eine Leiterplatte 1 mit einer Wabenstruktur gemaf der
vorliegenden Erfindung. Die Wabenstruktur wird ausschlieBlich von sechseckigen Ausschnitten
2 gebildet und erstreckt sich lber die gesamte Leiterplatte 1, so dass die Leiterplatte 1 keine
geraden Seitenkanten mehr aufweist. Dies ermdglicht eine homogene Festigkeit/Elastizitéat der
Struktur und eine héhere Elastizitat beim Verbiegen oder Verdrehen der Leiterplatte 1, was ins-
besondere bei LED-Modulen von Vorteil sein kann.

[0040] Wie in FIG. 1 und FIG. 2 gezeigt, sind die Bauelemente 4..8 und ein Teil der aus ihnen
herausfliihrenden Anschlussdrahte jeweils in einem Bereich eines sechseckigen Ausschnitts 2
angeordnet. Dies ermdglicht eine gute Kilhlung (Luftzirkulation) und eine flache Bauweise der mit
Bauelementen 4..8 bestlickten Leiterplatte 1. Alternativ kann zumindest ein Bauelement 4..8 zu-
mindest teilweise auf einem Steg 15 angeordnet sein. Insbesondere kann zumindest ein Teil der
Wicklungen einer Spule 5, 6 um einen Steg 15 gewickelt sein.

[0041] Die Leiterbahnen 9..13 nehmen in ihrer Breite nur einen Teil der Breite eines Steges 15
ein. Alternativ kann sich zumindest eine der Leiterbahnen 9..13 iber die gesamte Stegbreite er-
strecken.

[0042] Wie oben beschrieben werden zum Verldten eines Bauelementes 4..8 dessen Anschluss-
dréahte in die jeweiligen Lotaugen gesteckt, wodurch das Bauelementes 4..8 zumindest horizontal
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(senkrecht zur Lochachse des Létauges) fixiert wird. Fir eine Fixierung von Bauelementen, wie
SMD-Bauelemente, die keine Anschlussdréhte aufweisen und in bzw. Gber einem Ausschnitt 2,
3 angeordnet werden soll, kann eine Halteeinrichtung verwendet werden.

[0043] FIG. 3 zeigt in einer Sicht von oben einen Ausschnitt der Loch- bzw. Wabenstruktur, ins-
besondere eine Zelle/Wabe 20 der Struktur mit einer in die Wabe 20 eingefiihrten Halteeinrich-
tung 21. Die Halteeinrichtung 21 wird von oben, d.h. von der Létseite in den Ausschnitt 2 einge-
fihrt, bis seitlich an der Halteeinrichtung 21 befindliche Vorspriinge 22, 23 an den Stegen 15 zum
Anliegen kommen bzw. sich an den Stegen 15 abstitzen.

[0044] FIG. 4 zeigt die Halteeinrichtung 21 in einer Seitenansicht. Die Halteeinrichtung 21 weist
eine sechseckige Platte 24 auf, an der die Vorspriinge 22, 23 und ein Klebstoff (Pad) 25 zum
Fixieren eines zu verl6tenden Bauelements angebracht sind. Das Bauelement wird vor oder nach
dem Einfiihren der Halteeinrichtung 21 mittels dem Klebstoff (Pad) 25 auf der Platte 24 so fixiert,
das Anschiisse (Pins) des Bauelements auf entsprechenden Lotpunkten (nicht gezeigt) liegen,
die auf zumindest einem der Stege 15 angeordnet sind.

[0045] Die Halteeinrichtung 21 kann nach dem Léten an der Leiterplatte 1 dauerhaft zur Stiitzung
des Bauelements verbleiben oder zur Material- und Gewichtseinsparung von der Leiterplatte 1
entfernt werden. Hierfiir kann die Klebeverbindung beispielsweise mittels Warme l6sbar sein und
die Vorspriinge 22, 23 so elastisch oder mit einer Sollbruchstelle ausgestaltet sein, dass die Platte
24 nach oder mit dem Ldsen der Klebeverbindung nach unten aus den Ausschnitt 2 hinaus ge-
driickt werden kann.

[0046] FIG. 5 zeigt in einer Sicht von oben die Wabe 20 mit einer von unten angebrachten Hal-
teeinrichtung 26, die anstelle der Vorspriinge 22, 23 Rastnasen 27, 28 aufweist. Die Rastnasen
27, 28 sind zumindest in horizontaler Richtung elastisch ausgebildet und hintergreifen im einge-
fihrten Zustand die Oberseite der Leiterplatte 1 an den Stegen 15. Zum Entfernen der Halteein-
richtung 26 nach dem Ld&ten, kdnnen die Rastnasen 27, 28 nach auB3en, in Richtung von dem
verloteten Bauelement weg, gebogen werden.

[0047] Die in FIG. 4 und FIG. 6 gezeigten Halteeinrichtung 21 bzw. 26 dienen zum Fixieren von
zumindest einem Bauelement in einer der Wabe 20, so dass flir mehrere Wabe 20 mehrere Hal-
teeinrichtung 21, 26 nétig sein kénnen. Es ist jedoch auch méglich, die Halteeinrichtungen 21, 26
S0 zu gestalten, dass diese eine Vielzahl von Platten 24 aufweist, die miteinander verbunden sind
und jeweils Vorspriinge 22, 23 oder Rastnasen 27, 28 aufweisen.
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Anspriiche

1. Leiterplatte, aufweisend
elektrischen Leiterbahnen (9..13), wobei
die Leiterplatte (1) eine dreidimensionale Lochstruktur (2, 3, 15) aufweist und aus mehreren
Ubereinanderliegenden Ebenen gebildet wird, wobei die (bereinanderliegenden Ebenen
Uber die als Stege ausgebildeten AuBenseiten (15) der Lochstruktur (2, 3, 15) verbunden
sind, und
zumindest ein Teil der elektrischen Leiterbahnen (9..13) auf den Stegen (15) zwischen den
Ubereinanderliegenden Ebenen und vorzugsweise auf einer AuBBenseite (15) der Lochstruk-
tur (2, 3, 15) verlauft.

2. Leiterplatte nach Anspruch 1, wobei
die Gesamtheit der AuBBenseiten der Lochstruktur (2, 3, 15) die Oberflache einer AuBenseite
der Leiterplatte (1) bildet.

3. Leiterplatte nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Leiterplatte (1) zumindest ein elekirisches Bauelement (4..8), das mit zumindest einer
der elektrischen Leiterbahnen (9..13) elektrisch verbunden ist, aufweist.

4. Leiterplatte nach Anspruch 3, wobei
das zumindest ein elektrisches Bauelement (4..8) oberhalb eines Loches (2, 3) zwischen den
Stegen der dreidimensionalen Lochstruktur (2, 3, 15) angeordnet ist.

5. Leiterplatte nach Anspruch 3 oder 4, wobei
zumindest ein Teil des zumindest einen elektrischen Bauelements (4..8) innerhalb eines Lo-
ches zwischen den Stegen der dreidimensionalen Lochstruktur (2, 3, 15) angeordnet ist.

6. Leiterplatte nach einem der vorangegangenen Anspriiche, wobei
zumindest ein Teil der Lécher (2, 3) der dreidimensionalen Lochstruktur (2, 3) eine vieleckige
Form, insbesondere eine sechseckige Form, aufweist.

7. Leiterplatte nach einem der vorangegangenen Anspriiche, wobei
zumindest ein Teil der Lécher (2, 3) der dreidimensionalen Lochstruktur (2, 3, 15) die gleiche
GroBe und/oder die gleiche Form aufweisen.

8. Leiterplatte nach einem der vorangegangenen Anspriiche, wobei
die Leiterplatte (1) zumindest ein Létauge (14) oder einen Létpunkt in einem Bereich, der an
einem Kreuzungspunkt dreier Stege (15) und somit zwischen zumindest drei Léchern (2, 3)
der dreidimensionalen Lochstruktur (2, 3, 15) angeordnet ist, aufweist.

9. System, aufweisend
eine Leiterplatte (1) nach einem der vorangegangenen Anspriiche und
eine von der Leiterplatte (1) l6sbare Halteeinrichtung (21, 26) fir zumindest ein auf der Lei-
terplatte (1) montierbares elektrisches Bauelement (4..8).

10. System nach Anspruch 9, wobei
die Halteeinrichtung (21, 26) dazu eingerichtet ist, das zumindest eine elektrische Bauele-
ment (4..8) zum Einl6ten in die Leiterplatte (1) zu positionieren, wenn die Halteeinrichtung
(21, 26) mit der Leiterplatte (1) I6sbar verbunden ist.

Hierzu 4 Blatt Zeichnungen
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